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總摘要

• 目標：感測模組是物聯網的重要發展基礎，不僅是感測器和感測器節

點的部署，更是遠程監控和管理的要素，本研究目的為利用初次級資

料、各式研討會，實地走訪產業鏈上中下游，瞭解主要製造產業對於

感知模組的需求與發展趨勢，並探討其發展的效應與策略。

• 方法：個案研究(特別針對台灣工具機與電路板在全球具有代表的業

者，及系統整合商、法人單位)，輔以次級資料(國外的標竿範例、國

外研究報告)。分析感知模組的應用情境，找出發展需求。

• 結果：利用深度學習把馬達感測、壓力感測、影像感測整合至物聯網

應用是重要發展趨勢。而微機電與奈米機電(M&NEMS)技術、使用矽

基材料的影像感測器、氧化釩系列材料的感測器、以氮化鎵(GaN)發
展雷射感測模組是技術發展的主要架構。而發展策略是科技大廠會攜

手推出感測器平台，進而推出物聯網感測模組的統一介面標準。

• 結論：大量的感測技術將與IoT相輔相成，使其為具有強大運算能力

的感應端網路應用。IT技術藉此落實到各產業、購併活動加劇、產業

結盟興起；資安問題漸受重視。
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研究緣起

• 1-1：研究背景

• 1-2：研究範疇

• 1-3：研究目標
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以智慧系統應用之感知模組所形塑出製造
產業未來形貌

資料來源：工研院機械所；工研院IEK整理(2015/06)

單位時間產能

生產效率倍數提升 關鍵技術突破與製程優化

雲端服務加值軟體定義製造創新 傳產製造全面升級
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全球感測器市場
概況02
• 2-1：產業需求

• 2-2：市場規模
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第二章 說明

• 用於感應資訊的感測器，在資訊產品與工業的應用已十分普及，

但物聯網的導入將是感測模組的發揮。物聯網 (Internet of
Thing；IoT)終端裝置將在2020年左右達到380~500億個，所產

生的資訊將對全球創造數兆美元效益。

• 感測模組會直接促使半導體工業的線距微縮/製程技術、處理器朝

向SOC密集設計，還有MCM、SIP、3D等多晶片/系統級封裝/3D
立體封裝技術的精進。
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全球智慧製造
應用情境分析03
• 3-1：2015~2020年工業用感測器產值

• 3-2：領導廠商的新技術

• 3-3：產業應用之情境
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第三章 說明

• 領導廠商的新技術不斷推陳出新，全球感測器技術的發展以日新

月異的面貌進行，利用感測器整合的感測模組於工業4.0的應用

在現今與未來都會是製造業關注的焦點。

• 本章將說明2015~2020年工業用感測器的產值，並列出感測器發

展主要廠商的新技術產品，經由個案分析，窥探未來智慧系統應

用感測模組之情境。

28
版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

shyunhuang
ITIS



Chapter

版權所有．侵權必究

全球智慧製造感
知模組需求分析04
• 4-1：從應用情境分析所衍生需求

• 4-2：新一代智能化工具機的發展
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第四章 說明

• 分析未來全球具競爭力的感知模組產品，如何在差異下發揮價

值，並應用到不同的製造情境。第二節以機械產業中的高階工具

機為標的，分析其目前製造系統的現況與架構。以此探討感測器

模組化的機會。
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全球感知模組發
展趨勢、機會與
挑戰

05
• 5-1：領導廠商的技術布局

• 5-2：技術發展藍圖

• 5-3：機會與策略
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Toshiba Machine機械手臂3D影像辨識模組

資料來源：Toshiba Machine；工研院IEK整理(2016/09)

• 含立體相機、影像辨識軟體、LED光源
• 3D立體相機可即時進行高精度拍攝
• 支持隨機模組建立，採高亮度LED投影
• 提供高速(30fps)/高解析度影像處理
• 長景深、多種品項弓件可合併於同一
箱內

模組化系統

• 簡易建立多種工件(不須CAD圖檔)
• 簡單容易校正介面(Robot與相基座標系)
• 設定箱內定位點與干涉功能
• 工作箱內檢知功能

影像辨識軟體

• 圖像式操作，更容易上手與使用

簡單易用操作軟體
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